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Kuivien katalyyttikerrosten puhdistus - Rening av torra katalysator-
bdddar

T4m4 keksintd kohdistuu suodatinkerrosten puhdistukseen. Tarkemmin
sanoen se koskee parannettua menetelmii sellaisen kuivan katalyytti-
massan puhdistamiseksi, jota kiytetdin rikkihappotehtaassa tal vas-

taavassa.

Rikkihapon valmistuksessa on tavanomainen kdytidntd suodattaa epidpuh-
taudet, kuten p&ly yms. kaasulsta, jotka 1liittyvidt rikkihapon valmistuk
seen., Tapana on, ettd tidllaiset epdpuhtaudet normaalisti suodatetaan
kaasulsta antamalla n#iden kaasujen kulkea katalyyttikerrosten lipi.
Kuitenkin suhteellisen pitkdaikaisen kiyton jilkeen kaasujen suodatta-
miseen kiytetty katalyyttikerros saattaa tukkeutua niiden epdpuhtauksi-
en kerd8ntymisestd, jotka on suodatettu pois. Tissd tapauksessa tdl-
lainen kerifntyminen est#i katalyyttikerroksen tehokkaan toiminnan

ja tekee sen ndin kykenemidttOmiksi suorittamaan sille aiottua tehti-
vdd. N&in ollen kiy tdmin vuoksi tarpeelliseksi puhdistaa katalyytti-
kerros sopivasti sill¥ tavoin, ettid saatetaan kerros j&lleen tehok-
kaaksi suodéttamaan epdpuhtaudet kisiteltdvistd kaasuista.

Tdhin saakka tunnetut alan aikaisemmat katalyyttikerroksen puhdistuk-

seen kéytetyf menetelmdt vaativat, ettd katalyyttimassa ja kvartsi-



aineskerros, joka muodostaa osan katalyyttikerroksesta, poistetaan
siltd pohjalta, jolla ne normaalisti lepdidvit. T&mdn jdlkeen aines,
joka muodostaa kvartsikerroksen, ja katalyyttimassa seulotaan ja
kuormataan sitten uudelleen pohjalle myShempdd kdyttod varten. Jois-
sakin tapauksissa kuitenkin laajan k8ytdén jilkeen katalyyttimassa ja
kvartsikerros korvataan uusilla materiaaleilla. Erds ldhestymistapa
on aikaisemmin alalla ollut poistaa ja seuloa kisin katalyyttimassa

ja kvartsikerros. T4md tapa on kuiltenkin ailkaavievi ja kallis. Toine:
l#hestymistapa on k#yttidi katalyyttihuoltourakoitsijaa katalyyttimas-
san ja kvartsikerroksen poistamiseen, seulomiseen ja uudelleen kuor-
maamiseen takaisin pohjalle. Vaikka huoltourakoitsijan k&yttd sHistii
huomattavasti aikaa verrattuna k#sin tapahtuvaan poistoon, tdmi nimen-
omainen l4hestymistapa kérsii kaikesta huolimatta myds samanlaisista
haitoista siten, ettd myds se on suhteellisen aikaavievi ja kallis.
Kun t&td lihestymistapaa kiytetiin esimerkiksi 27368 litran katalyyt-
tikerrokselle, se usein vaatii kahdeksan miehen ty®vuoron katalyytti=-
massan hiukkasmaisen aineen poistamiseen ja seulomiseen. Lis#ksi

seisokkiaika on n. 70 tuntia.

Toinen haitta, joka 1liittyy t&llaisiin y1lli mainittuihin alan aikaisem-
piin katalyyttimassan tal aineksen seulontamenetelmiin on se, ettid on
melko tavallista, ettd vihinti4n 5 % koko katalyyttimassasta menecte-
tddn seulontakulumisen vuoksi. Kuten helposti voidaan havaita tyypil-
liset alan aikaisemmat l#hestymistavat kerdintyneiden epipuhtauksien
puhdistamiseksi katalyyttisuodatinkerroksista ovat melko aikaa- ja
tydtdkuluttava prosessi ja sellainen, jossa suodatinkerros pidetdin
poissa hyddyllisesti toiminnasta suhteellisen pitkid ajanjaksoja.

Ndin ollen t&llaiset tunnetut tekniikat ovat kalliita, erityisesti
kun otetaan edelleen huomioon aiheutettu ajan menetys, koska katalyyt-

tikerros pidet#dn poissa normaalitoiminnasta.

Lyhyesti sanoen tdmi keksintd koskee parannettua prosessia kuivien
suodatinkerroksien epdpuhtauksista puhdistamiseksi aikaansaamalla
uusi ja parannettu menetelmi, jolla timi# prosessi suoritetaan suhteel-

lisesti vdhemmin aikaavievillid ja halvemmalla tavalla.

Olennaisesti kuten jdljempdni esitetdiin, paljastetaan tyhjopuhdistus-
prosessi kdytettdviksi ker#intyneiden epipuhtauksien poistamiseen ka-
talyyttikerroksesta, jota kidytetdin rikkihappolaitoksessa tai vastaa-

vassa.



Tdssd prosessissa kdytetddn tyhjblaitetta, seulaa, johon on muodostet-
tu useita aukkoja, jotka ovat kooltaan pienempid kuin hiukkasmainen
alne, joka muodostaa katalyyttimassaa peittédviln kvartsikerroksen,

ja haravalaitetta, jossa on useita riippuvia haravanpiikkej&. Seula
on sijoitettu pystysuoraan kvartsikerroksen ylépinnan yl&puolelle
kaiken hiukkasmaisen aineen tyhjddn poistumisen estdmiseksi. Tyhjd

on jidrjestetty kulkemaan oleellisesti koko seulapinnan poikki ker#in-
tyneiden epidpuhtauksien kuten pdlyn ja muiden samanlaisten hiukkasten
vetdmiseksi n#in seulan 1ldpi. T&mdn ensimmiisen vakumointitoimen-
piteen piHityttyd seula poistetaan kvartsikerroksen pdiltid. Timidn
Jdlkeen haravalaltetta kHytetddn siten, ettd siihen liittyvédt piikit
ulottuvat kvartsikerroksen 1lipi ja ainakin katalyyttimassan hiukkas-
maisen aineen ylHosan ldpi. T4tH haravalaitetta vedetddn ldpi ensim-
midiseen suuntaan. Tuloksena oleva haravointitoiminta murtaa tehokkaas-
ti pintakarstoittumat, jotka ovat saattaneet muodostua ja toimii myés
aikaansaaden paremman altistuksen ja luoksep#isyn j&dljelld oleviin
kerdidntyneisiin epdpuhtauksiin. Seula asetetaan jdlleen kerran sopi-
vasti kvartsikerroksen pidille ja tyhjolaite alkaa imed seulan koko
pintaa vetden tdten lisidi epldpuhtauksia seulaan muodostettujen aukko-
jen lEpi. T&dmin vaiheen pHityttyd seula jdlleen poistetaan, mikid tekee
mahdolliseksi toisen haravointitoimenpiteen suorittamisen. Tédssi
nimenomaisessa haravointitoimenpiteessid haravalaite pannaan piikit
samassa syvyydessd kuiltenkin kulkemaan kvartsikerroksen ja katalyytti-
massan poikki toisessa suunnassa, joka on yleisesti poikittain tai
kohtisuorassa haravan liikkeen ensimmdiseen suuntaan nidhden. T&mi
toiminta palvelee edelleen helpottaen pintakarsteittumien murtamista
Jja parantaa edelleen luoksepiddsyid ja paljastamista kaikkiin jdljelld
oleviin ep&puhtauksiin. T4min viimemainitun haravointivaiheen pdi-
tyttyd seula asetetaan jdlleen kvartsikerroksen ylipinnan piille

ja tyhjdlaite imee uudelleen oleellisesti koko sen pinnan muiden keridn

tyneiden epdpuhtauksien vetdmiseksi seulan l&pi.

Y114 olevat samoin kuin muutkin tdmén keksinnén tarkoitukset, piir-
teet ja edut kiyvidt ilmi luettaessa tdmidn keksinndn suositeltavan
toteutusmuodon kuvausta, joka toteutusmuoto on tehty sen periaattei-
den mukaisesti, kun sitd tarkastetaan liitteeni olevien piirrosten
yhteydesséd, joissa samat numerot tarkoittavat samaa rakennetta kaikis-

sa eri kuvannoissa:



Kuva 1 on kaavamainen sivupoikkileikkauskuvanto, joka esittidid kuivaa
katalyyttisuodatinkerrosta, joka alistetaan yhdelle niistid puhdistus-
toimintavaiheista, jotka suoritetaari tdmin keksinndn periaatteiden
mukaisesti;

kuva 2 on kaavamainen pdityleikkauskuvanto, joka kuvaa kuvassa 1
esitetyn kaltaista katalyyttisuodatinkerrosta, mutta joka alistetaan
toiselle toimintavaiheelle, joka suoritetaan tdmin keksinnén periaat-
teiden mukaisesti; ja

kuva 3 on kaavamainen p#itypoikkileikkauskuvanto, joka on samanlainen
kuin kuvassa 2 esitetty, mutta joka kuvaa toista niistd puhdistus-

toimintavaihelista, jotka suoritetaan timin keksinndn periaatteiden

mukaisesti.

Viitaten nyt piirrosten kuviin, niissi esitet#in kaavamaisessa muodos-
sa s811i6td tal astiaa 10, joka voi olla sitd tyyppid, joka yleensi
soveltuu kéytettdviksi rikkihappolaitoksessa. SHil1isdt4d 10 rajoittavat
oleellisesti kehysseindmidt 12, jotka rajoittavat kanavaa 14. Téllai-
sella sdili8l1ld tai astialla 10 on tunnettu muoto ja rakenne ja se voi
toimia tehden mahdolliseksi niiden kaasujen l8pikulun, joita on midri
kdsitelld. Lis#ksi s81118 10 tukee sopivalla tavalla kuivaa katalyyt-
tisuodatinkerrosta 16. Vaikka tidmin keksinndn suositeltavaa toteutus-
muotoa kuvataan kidytettidvidn kuivan katalyyttikerroksen 16 yhteydessi,
jota voidaan k#dyttdd rikkihappolaitoksessa, on luonnollisesti ymmér-
rettivé, ettd tdmdn keksinnén periaatteita voidaan sopivasti kdyttda
puhdistamaan tehokkaasti kuivia katalyyttikerroksia, joita k#ytetHin

muissa teollisissa sovellutuksissa.

Koska katalyyttisuodatinkerrosta 16 on m#dri seuraavassa kuvata kiy-
tettévédn rikkihappolaitoksessa, tdmdntyyppinen kerros koostuu tavalli-
sesti katalyyttimassasta 18, kvartsipitoisen materiaalin tai vastaa-

van kerroksesta 20 ja pohjasta 22,

Suositeltavassa toteutusmuodossa katalyyttimassa 18 koostuu hiukkas-
maisen aineen yhdistelmistd, joka voi oleellisesti koostua vanadiini-
oksidin tail vastaavan rakeista 24. Rakeet 24 on sopivalla tavalla
Jdrjestetty pohjalle 22. Kvartsipitoisen aineen kerros 20 voi koostua
useista kvartsikivistid 26, jotka rajoittavat ylépintaa 28 ja kosket-
tavat ja peittidvidt oleellisesti katalyyttimassan 18 koko pintaa. Tids-
sd kohtaa on korostettava, ettd sek# kvartsikerroksen 20 ettd katalyyt-
timassan 18 syvyys tai paksuus ovat standardeja. ‘Pohja 22 on tehty



tavanomaiseen tapaan ja on sopivasti yhdistetty s&11166n 10 hyvin
tunnetulla tavalla. Aukot 23 on mitoitettu tekem#dn mahdolliseksi
kisiteltyjen kaasujen vapaan lipikulun samalla, kun ne toimivat ra-

joittaen rakeiden 24 kulkua livitseen.

Kuten ehkd kuvasta 1 parhaiten nidhdiin, ja tdmin keksinnén periaattei-
den mukaisesti, suhteellisen ohuella seulaosalla 30, jossa on sen 1lédpi
ulottuvia aukkoja 32, on konfiguraatio, joka on sovitettu pelttidmién
oleellisesti koko katalyyttikerros 16 ja mieluummin myds mukautumaan
s8ilidén 10 sisdmuotoon. T&mid seula 30 on sijoitettu pystysuoraan
yldpinnan 28 ylipuolelle syistid, joita kuvataan seuraavassa. Suosi-
teltavassa toteutusmuodossa seulassa 30 voi olla aukot 32, jotka ovat
yleensé monikulmaisia muodoltaan. Aukot 32 on kuitenkin sopivasti
mitoitettu estdmididn hiukkasmaista ainetta, kuten vanadiinirakeita 24
ja kvartsikivii 26 tulemasta vedetyksi seulan 30 ldpi. Pitamdlly
seula 30 sijeoitettuna ylipinnan 28 p#dille, kvartsikerroksen 20 paksuus
pysyy oleellisestl yhtenfisens, kun sille suoritetaan juuri kuvattu
imutoimenpide. Vaikka juuri kuvattavassa nimenomaisessa toteutusmuo-
dossa seulan 30 esitetididn koskettavan ylidpintaa 28, on korostettava,
ettd tdmé keksintd ottaa huomioon, ettd seula voidaan sopivasti erot-
taa pystysuorassa suunnassa ylidpinnan 28 suhteen poikkeamatta timin
keksinndn suojapiiristd niin kauan kuin riittivd imuvoima valkuttaa

katalyyttikerrokseen 16 tavalla, joka myBhemmin selvitetddn.

Viitaten edelleen kuvaan 1 tyhjélaitteen 34 esitetiin sisiltividn let-
kun 36 ja tyhjésiirtolaitteen 38. Letku 36 on yhdistetty siirtolait-
teeseen 38 katkoviivojen osoittamalla tavalla. Témin keksinndn tyhjs-
laite 34 voi olla sopivaa tyyppis, jota kéytet#didn teollisuudessa teol-
lisuustyyppisten materiaalien puhdistukseen. Timin keksinndn tarkoi-
tukseha on, ettd letkua 36 tydnnetdidn sopivasti tyhjdsiirtolaitteen 38
avulla oleellisesti koko seulan 30 pinnan imemiseksi. TH114 tavoin

se luonnollisesti toimii vetden aukkojen 32 14pi ne keriintyneet epi-
puhtaudet, jotka ovat saattaneet tukkia katalyyttisuodatinkerroksen
16. Aina kun tyhj8laitetta 34 kiytet#in timin keksinndn teorian ja
kdytdnndn mukaisesti, sitd kidytetdin seulan 30 yhteydessi, joka on ase-
tettu sen ja pintakerroksen 28 viliin. Ellei seula 30 olisi n#din ase-

tettu, vanadiinirakeet 24 ja kvartsikivet 26 tulisivat vedetyiksi
letkuun 36.

Viitaten erityisesti kuvaan 2 ajateltuna yhdessi kuvan 3 kanssa hara-
vointilaite 40 voi olla mit4 tahansa sopivaa tyyppid ja rakennetta ja



sen kuvataan piiasiassa sisdltidvin haravointiliikelaitteen 42, parin
pystysuoria tukivarsia 44, yleensi vaakasuorassa olevan piikkitangon
46 ja useita erillisii piikkeji 48, joissa on kérkiosat 50. Haravoin-
tiliikelaite 42 on sopivasti yhdistetty pariin pystysuoria varsia U4
jdlkimméisten liikuttamiseksi sopivasti eri liikeratoja, kuten tarkem-
min esitetddn seuraavassa tdmin keksinnén kuvauksessa. Piikit 148

on yhdistetty hyvin tunnetulla tavalla piikkitankoon 46, joka puoles-
taan on kiinnitetty tukivarsiin U44. Koska timin keksinndn prosessi ot
taa huomioon mink& tahansa sopivan ja tarkoituksenmukalsen haravointi-
laitetyypin k#ytdn, kuten sentyyppisen, jota tyypillisesti kiytetddn
teollisten suodatinkerrosten haravoinnissa, vain niiden yleinen kuvaus
on esitetty ylld. Kiytettiinpid mitd tahansa haravointilaitetta 40

sen tulee kuitenkin kyetd liikuttamaan piikkejd 48 ainakin kahteen
suuntaan, jotka ovat oleellisesti suorassa kulmassa kesken#in.

Viitaten edelleen kuvaan 2 siind esitetdin selvidsti, ettd jokainen eri
linen piikki 48 on sopivasti sijoitettu katalyyttisuodatinkerrokseen
16 siten, etti kirkiosat ulottuvat kvartsikerroksen 20 ja ainakin
katalyyttimassan 18 ylHosan 14pi. Erikoisesimerkin avulla on mi&ri-
tetty, ettd erityisen onnistuneen haravointitoiminnan kannalta piikit
48 voivat ulottua katalyyttimassan 18 yldpintaan vihintd%n 5 cm:n
etdisyyteen. Tidm4 useiden erillisten piikkien 48 tunkeutumissyvyys

on riittdvi aikaansaamaan sopivan hdmmennys- ja sekoitusvaikutuksen,
kun n&ditd piikkejd liikutellaan pitkin kehysseindmien 12 pituutta.

On kuitenkin ymmirrettdvi, ettd ylld oleva esimerkki on annettu
kuvaamis— elkd rajoittamistarkoituksessa. Seula 30 on luonnollisesti
sopivasti poistettu ennen piikkien 48 asettamista ja tunkeutumista
katalyyttisuodatinkerrokseen 16, kuten y1lld kuvattiin. Kun piikkeji
48 sopivasti liikutetaan oleellisesti pitkin katalyyttikerroksen 16
pituutta kuten kuvassa 2 esitetdin, tidmi haravointitoimenpide on teho-
kas aikaansaamaan riittivdn hdmmennys- tai sekoitusprosessin, joka
toimii irrottaen ker#idntyneiti epipuhtaushiukkasia, kuten p8lyd ja
likaa katalyyttimassasta 18 ja helpottamaan n#in irrotettujen epipuh-
tauksien myShempdi poistamista tyhjtlaitteella 34.

Tdmdn keksinnén tyhjopuhdistustoimenpiteen riittidviksi ymmdrtimiseksi
viitataan jdlleen kerran kuviin 1-3, joissa tdmdn toimenpiteen toteut-
tamisen suositeltavat meriettelyvaiheet timin keksinndn huomioon otta-

malla tavalla selvitetdin tarkemmin.



Viitaten erityisesti kuvaan 1 seula 30 on sopivasti asetettu ylé&-
pinnalle 28. Letku 36 on sijoitettu pystysuoraan seulan 30 yldpuolel-
le ja pannaan sopivasti liikkeelle tyhjdsiirtolaitteen 38 avulla sen
liikuttamiseksi oleellisesti koko seulan pinta-alan yli. T&114 tavoin
letku 36 toimii vet#den aukkojen 32 lidpi sellaisia epipuhtauksia kuin
pSlyd yms, joka on kerdintynyt kvartsikiviin 26 ja katalyyttimassaan
18. T&min nimenomaisen imuvaiheen pHityttyd seula 30 nostetaan pois
yldpinnalta 28 ja kuten molemmissa kuvissa 2 ja 3 selvisti esitetdin,
haravointilaite 40 on pantu sopivasti liikkeelle siten, ettd piikkien
48 kidrkiosat 50 wulottuvat kvartsimateriaalin kerroksen 20 1lipi ja
ainakin vanadiinirakeiden 24 yl#osaan. Aina kun haravointilaitetta

40 sopivasti liikutellaan, se liikkuu ensimmiiseen suuntaan pitkin
kanavan 14 pituusulottuvuutta, kuten kuvassa 2 esitetddn. Timin liik-
keen ailkana piikit 48 toimivat murtaen lian pintakarstoittumat Ja
irrottavat p6lyn keridintyneet hiukkaset vanadiinirakeista 24 ja kvartsi
kivistd 26 himmennysprosessilla. N&din ollen irrotetut p8&lyepidpuhtau=-
det vdidaan myShemmin helpommin vet#di seulan 30 1l8pi tyhjdlaitteella
34, Lis#dksi t&m8 haravointivaikutus toimii aikaansaaden suuremman
luoksepddsyn yldpinnalta 28 ker#iintyneisiin epdpuhtauksiin tehden

ndin my&s mahdolliseksi tehokkaamman puhdistuksen myShempien vakumoin-

tivalheiden aikana.

Seuraava jakso tédmin keksinndn puhdistustoimintavaiheissa on asettaa
jdlleen seula 30 ylépinnalle 28 ja sen Jdlkeen ime#d uudelleen kata-
lyyttisuodatinkerros 16 tyhjdlaitteella 34 samaan tapaan kuin edelli
kuvattiin kerdintyneiden epipuhtauksien lisdm8irien vet8miseksi n#in
seulan 30 1#pi. Haravointilaite 40 asetetaan jdlleen katalyyttisuo-
datinkerroksen 16 suhteen kuten aikaisemminkin niin, ettd kérkiosat
50 ulottuvat kerroksen 22 ja ainakin katalyyttimassan 18 yl&osan 1lé&pi.
On luonnollisesti ymmirrettivd, ettid seula 30 on sopivasti poistettu
ennen titd toista haravointitoimenpidettd. Tdssd nimenomaisessa vai-
heessa haravointilaite 40 pannaan liikkeelle siten, ettid piikit 48
liikkuvat toiseen suuntaan kuvan 3 osoittamalla tavalla, joka on poi-
kittain ensimm#istid suuntaa vastaan. T&llainen haravointivaihe toi=-
mii.hémmentéen paremmin kvartsimateriaalin kerrosta 20 ja katalyytti-
massaa 18 pintakarstoittumien edelleen murtamiseksi, epipuhtauksien
irrottamiseksi ja paremman luoksepiisemisen aikaansaamiseksi tyhjo-
laitteelle 34 keriintyneiden epdpuhtauksien imemiseksi sen jilkeen.
Suorittamalla tidmi toinen haravointi oleellisesti suorassa kulmassa

haravointiliikKeen ensimmiiseen suuntaan nihden haravointitoimenpide
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toimii myds edelleen kerroksen tasaamiseksi. Edelld mainitun toilsen
haravointivaiheen pi#tyttyd seula 30 asetetaan j&lleen sopivasti
ylédpinnalle 28 ja tyhjdlaite 34 letkuineen 36 aktivoidaan uudelleen
katalyyttisuodatinkerroksen 16 imemiseksi uudelleen, jolloin vield

enemmén pdlyd tulee vedetyksi seulan 30 léEpi.

Vaikka vain kahta imu- ja haravointivailhetta on kuvattu, on korostet-
tava, ettd tdllaisia vaiheita voidaan toistaa mikd tahansa sopiva mé&-
ri ikertoja poikkeamatta tdmin keksinndn periaatteista. Lisdksi vaik-
ka seula 30 asetettiin pinnalle 28 imuvaiheiden aikana ja poistettiin
siitd haravoinnin sallimiseksi, t#mi keksintd ottaa my®s huomioon,
ettd seula voidaan pystysuorassa suunnassa erottaa yl&pinnasta ja
asettaa sitten piikit ylédpinnan 28 ja seulan 30 vdliin haravointitoi-

menpiteen suorittamiseksi.

Erikoisesimerkin avulla on midritetty, ebtd kdyttimilld edelld kuvatun
kaltaista prosessia katalyyttikerrokseen, esim. sentyyppiseen, jota
kdytetddn rikkihappolaitoksessa ja jonka tilavuus on 27368 litraa, ett:
mitdin seulontakulumisesta alheutuvaa katalyyttimassan h&viétd ei
todettu, suunnilleen puolet niistd miehistid tarvittiin jokaiseen vuo-
roon katalyyttimassan poistamiseen ja seulomiseen verrattuna huolto-
urakoitsijan kiyttidmiin midrdin, merkittivisti vdhemmin seisokki-
aikaa tarvittiin verrattuna tyypilliseen aikaan, joka huoltourakoit-
sijalta menee tdmin tydn suorittamiseen ja huoltourakoitsijan palkkiot
JH3vHt poils. Timidn seurauksena yli 400 miestydtunnin kustannukset

s8idstetddn. Sitd paitsi katalyyttikerros kyetddn asettamaan toimimaan

aikaisempana ajankohtana.

Kuten aivan ilmeisestli uskotaan edelld olevasta toiminnan kuvauksesta
Ja ndiden prosessien erikoisesimerkeistd, kuivien katalyyttisuodatin-
kerrosten puhdistﬁs tdmédn keksinndn mukaisesti voidaan suorittaa suh-
teellisen yksinkertaisella, jatkuvalla ja kuitenkin tehokkaalla ja

taloudellisella tavalla.

Vaikka keksint84 on kuvattu suositeltavan toteutusmuodon yhteydessd,
sen ei ole tarkoitettu rajoittavan keksintbi ylld esitettyyn nimen-
omalseen muotoon, vaan pdinvastoin sen on tarkoitus kattaa sellaiset
vaihtoehtoiset muunnelmat ja vastaavuudet, jotka voidaan lukea kuulu-
viksi keksinn®n henkeen Ja suojapiiriin sellailsena kuin ne on mddri-

telty liitteend olevissa patenttivaatimuksissa.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelmid suodatinkerroksen tai katalyyttikerroksen muodosta-
van hiukkasmaisen aineen kuivan kerroksen puhdistamiseksi, joka me-
netelmd kidsittidi vaiheen, jossa alistetaan tidmi kerros imulle hieno-
Jakoisten epipuhtauksien viemiseksi pois siitd, tunnet t u sii-
t4, ettd seula, jossa on lukuisia hiukkasmaista ainetta pienempid
aukkoja, jotka estdvit hiukkasmalsen aineen lipdisemdsti seulaa,
asetetaan yleisesti ottaen vaakasuoraan kerroksen ylédpinnan pididlle,
kerros alistetaan sitten ensimmiiselle tyhjépghdistukselle liikut-
tamalla tyhjdlaitetta seulan pinta-alan yli pglyn ja muiden epi-
puhtauksien vetdmiseksi kerroksesta seulan lidpi, seula poistetaan
sitten kerroksen pinnan pdilti ja kerroksen hiukkasmaista ainetta
haravoidaan kerroksessa olevien hiukkasten irrottamiseksi, sen jidl-
keen seula asetetaan takaisin kerroksen pddlle ja kerros aliste-
taan sitten toiselle tyhjdpuhdistukselle liikuttamalla tyhjélai-
tetta seulan pinnan yldpuolella p8lyepdpuhtauksien vetdmiseksi

edelleen seulan 14pi.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t unne t t u
siitd, ettd seula asetetaan suoraan kerroksen ylidpinnalle siten,
ettd seula poistetaan ennen kutakin mainittua haravointia ja ase-
tetaan jdlleen yl&dpinnalle ennen kutakin mainittua tyhjSpuhdistusta.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, t unne t t u
siit8, ettd seula asetetaan vaakasuoraan kerroksen yldpinnan suh-

teen ja pystysuorassa suunnassa erilleen siiti sen ylidpuolelle.

by, Minkd tahansa edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen mene-
telmd, t unne t t u siitd, ettd kerroksen hiukkasmaista ainetta
haravoidaan ennen kuin seula ensimmiisen kerran asetetaan kerrok-

sen pdille,.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmi, t unne t t u
siitd, ettd kerrosta haravoidaan ensimmiiseen suuntaan ennen ensim-
méisté tyhjépuhdistusta Jja haravoidaan toiseen suuntaan, joka on
oleellisesti kohtisuorassa ensimmiistd suuntaa vastaan, ennen tois-

ta tyhjdpuhdistusta.
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(esim. saksal. Offenlegungsschrift)

Merkitse hakemusjulkaisun

eteen H ja vastaavasti kuulutus- ja patenttijulkaisun numeron eteen K ja P.

Hadk . nm'7{3502

Viitejulkaisuja - Anforda publikationer

Julkisia suomalaisia patenttihakemuksia: - Offentliga finska patentansdkningar:

Hakemus-, kuulutus- ja patenttijulkaisuja: - Ansékningspublikaetioner, utlégg-
nings— och patentskrifter:

Suomi - Finland

Iso-Britannia - Storbritannien

Norja - Norge

Ranska - Frankrike

Ruotsi - Sverige

Seksa - BRD - Tyskland K /224 193 (12 2) H2315¢95 (BatD 46/30)

Sveitsi - Schweiz

Tansks — Danmark
USA[/O.Z«/JIOOA./.ZIU //4) P 3303635 (5%5- %) ste/JeJ//se-zf)ﬂ
(/”31»5'1'37,2 (Bo{_) 29/38) .

Muita Julkaisuja: - Andra publikationer:
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